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Philosophie und Moglichkeiten von AME [+
Additive (Elektronik) Herstellung
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NANODIMENSION - Current Applications and Outlook of AME Additively Manufactured Electronics aka. 3D printed

M. Hedges — Introduction to 3D-Printed Electronics https://www.researchgate.net/figure/Chiplet-partitioning-concept_fig1_347759902
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Schwerpunkt AME
Ausristung an der HSM — Das 15XBT-System
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Schwerpunkt AME
Das System und seine Module
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Projektubersicht
Ausgewahlte Aufgaben in Bereich

rweiterte Mdglichkeiten
es Materialauftrags
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Mikrostrukturen
mit besonderen
Anforderungen an
Aspektverhaltnis

und

Spektralverhalten

Elektronische Baugruppen
in Mesoscale
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